
NOTICIAS

CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL
DE INGENIERIA ANTISISMICA, 1969

Chile fue aceptado ofic ialrne nre por e l
Comire Ejecutivo de la International
Association for Earthquake Engineering
(lAEE) como sede de la Cuarta Confe
rencia Mundial de Ingenieria Antisismi
ca, que se Ilevara ta efecto en la segunda
quincena de enero de 1969. EI respaldo
de la Presidencia de Ia Republica, tanto

en e I aspecto ofic ial como en e I finan

ciero, fue decisivo para la adopcion de
esa determinacion.

De acuerdo a los procedimientos de
la IAEE, correspondia a nuestro pais
designar un segundo vicepre s idenre a

esa Asoc iac ion, nombramiento que, por
acuerdo de la Junta Ejecuriva de la Aso
ciac icn Chilena de Sismologia Antisis
mica (ACHISINA), recayo en don Rodrigo
Flores Alvarez.

La Junta Ejecutiva de ACHISINA se

ha e stado reuniendo de sde comienzos de
marzo del presente afio con e l objeto de
encarar la organizac ion del congreso,
habiendose acordado ya la formac ion de
los s iguienre s comites: ejecutivo; de

finanzas; de relaciones publ icas ; de
hospedaje, mov il izac ion y turismo; de
atenc ion a las senoras de los asistentes;
de promoc icn de trabajos nacionales; de

pre se lecc ion de trabajos nacionales. EI
Comite esrara constituido por los actua

It's y futuros directores de ACHISINA.
Con e l objeto de ampliar desde ya s u

mime ro, se obtuvo la aprobacion, en

Asamblea Extraordinaria, de una modifi
caclon de los e statutos que permitio de

signar a tres nuevos direcrores , En con

secuencia, e l Comite Ejecutivo ha que
dado constituido como sigue: Rodrigo
Flores, Arturo Arias, Cesar Barros, Fer
nando Martinez, Joaquin Monge, Edgar
Kausel, Julio Ibanez, Carlos Infante,
Enrique Gajardo.

EI plaza de preseneac ion de los craba

jos vencera alrededor de un afio antes de
la ce lebrac ion de la Confereocia Mundial,
ya que la IAEE pretende evitar errore� u

omisiones observados en conferencias
anceriores en la se lecc ion y clasifica
cion de las ponencias.

En forma tenrariva e I calendario seria
e l siguiente:

Santiago:
Martes 14

Inscripc ion de delegados
19:00 Ac to inaugural solemne

Miercoles 15
Ses iones de trabajo,
En la noche viaje a Valparaiso.

Valparaiso:
Jueves 16

Sesiones de trabajo
Viernes 17

Sesiones de trabajo
Sabado 18

Libre , Vis ita turistica opcional
Santiago:

Domingo 19
Viaje Valparaiso-Santiago
Viaje Sanriago-Concepcion

Concepcion:
Lunes 20

Sesiones de trabaja
Martes 21

Ceremonia de clausura.
No hay todavia instrucciones defini

tivas sobre e l plazo final de recepc ion,
e l idioma en que seran presentados los

trabajos, su extension y forma.

* *

REUNIONES DE LA RILEM SOBRE ENSA
YOS NO-DESTRUCTIVOS DEL HORMIGON

En e l ultimo tiempo, e l grupo de la RI
LEM especialisca en ensayos no des true -

tivos del hormigon se ha reunido dos ve-
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ces , en septiembre de 1964 en Bucarest
y rec ie nte me nre , entre el 26 y el 28 de
abril de 1966 en Aquisgran,

Conforme a opiniones e miridas duran
te estas reuniones e s probable que den
tro de poco rie mpo se pueda contar con

instrucciones 0 normas que permiran em

plear e s tos procedimientos con mayor
seguridad, a la vez que pos ibiliten la

comparac ion de los resultados obte ni
dos.

Has ta ahora los procedimientos de

ensayo que han recibido ate nc ion pre
ferente 'han sido los de resonancia, pul
satorios, e sc lerometr ic os (rec hazo e

identac ion) y los radiactivos. Tarnb ien
se trataron los' procedimientos die lectr i
cos para medir e l c ontenido de humedad
de un material v los ensayos vibratorios
de calzadas pa�a de terminar e l espesor
y las propiedades eIas ticas.

Res pecto a los procedimie nros de re

sonancia, e l grupo ha estado de acuerdo
en recomendar la adopc ion de tamaiios
de viga normalizados para poder efecruar
los ensayos convencionales; 10 que sera
estudiado por el Comire Tecnico de

Horrnigon de la RILEM. Los de le gados
recomendaron que, en las experiencias
en que se trata de investigar el e fecro
de condiciones' arnb ie nra le s sobre el

horrnigon, los procedimientos de resonan

cia se prefieran a los procedimientos
pulsatorios. Se ha concordado tarnb ien
en que las var iac ione s de propiedades
del hormigon deben re Iac ionarse con los
cambios de la frecuencia de resonanc ia ,

ya que el modulo dinarnico r ie ne poco
significado si la probeta e s ra daiiada.

El Dr. L. Brunarski, de Po lonia , pre
sento ademas , en la ultima reunion, un

conjunto de recomendaciones para es

tandarizar los procedimientos de reso

nancia basandose en la informacion apor
tada por otros mie mbros de 1 Grupo. E I

proyecto del Dr. Brunarski sera revisado

por los otros miembros quienes de beran

aportar sus comentarios antes del ter
mino de 1966. Las recomendaciones, una

vez revisadas, seran publicadas en e l
Boletin RILEM.

En 10 re larivo a los merodos puls a

torios c onvie ne de stac ar el e srud io de
la re lac ion existence entre la ate nuac ion
de la puls ac ion y la re s is re nc ia del hor

migon, estudio hecho en Rumania. In

vestigaciones holandesas han de mos tra

que mediante la medicion simultanea de
la velocidad de trasmision y del coeli
ciente de amortiguamiento, se puede

predecir la resistencia del hormigon con

un coeficiente de var iac ion de 13%, e sro

aun cuando se variase el tipo de cemento,
la razon arido/cemento y las condiciones
de curado. El coeficiente de variac ion ob
tenido a l me d ir solo la velocidad de tras

mis ion fue de 26%. Lo anterior se refiere
a ensayos de laboratorios, pero para hor

migon en obra, el grupo se mos tro unanime
en seiialar que es imposible estimar en

una forma segura su resistencia s i no se

conoce la c ompos ic i on, el curado etc.

La discus ion que se hizo de los mero
dos e sc leromerricos mos tro que el merodo
de ensayo debe ser empleado con grandes
reservas, dado que hay facrore s tales como

tipo de cemento, tipo de grava, proporcio
nes de mezcla, edad y e stado de humedad
del hormigon - que tiene considerable
efecro en la c orre lac ion entre res-i stenc ia

y rechazo. En Rus ia se ha tratado de ob
tener una mejor e s rimac ion de la re sisren
cia del hormigon, combinando, mediante
a na Iis is e sradfs ric o, la informacion dada

por e Imart il lo Schmidt y el ensayo de ve

locidad de ondas.
Vale la pena observar que en algunos

trabajos presentados en e sras reuniones
s e advierte ya la tendencia a e rr plear , en

la determinacion de la re s istenc ia, mas
de una de las caracrer is ric as del hormigon
correlacionadas con ella. Tal es e l cas o

de ernp le ar a la vez el indice de rechazo
dado por e l martillo Schmidt, la ve locidad
de tras mis ion de ondas v la are nuac ion de
la puls ac ion, (Facaoar�, Rumania).

La discus ion sobre los me todos ra

diactivos se ha hecho considerando dos

posibilidades de empleo: para obre ner ra

d iografias del hormigon- y para med ic iones
de densidad. En 10 re Iarlvo a la primera
ap l icac ion se hizo notar que la radiogra
fia mediante rayos X 0 Y permite loca li
zar la posicion y e l grado de corrosion de
la armadura en e 1 hormigon y tamb ien des
cubrir defectos en e l hormigon y en las

juntas. Se s efia lo tarnb ien que las barras
de 5 a 8 mm se pueden resolver en un es

pesor de hasta 20 mm de hormigen, cua l

quiera que sea su posicion respe cto a la
fue nre y la pelicula; las barras de 16 mm

se pueden resolver en hormigon de 35 cm.

Sobre 20 cm de espesor, los rayos X rlen
den a dar una mejor res oluc i on, pero los

rayos y son mas c ornodos de emplear en

s e cc ione s mas delgadas 0 cuando s e
:

ne

c e s itan fuentes portat ile s ,

La medida de la densidad en el hormi

gon estructural se puede efectuar determi
nando la absorcion de la radiacion tras-
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mit ida (tecnicas de trasmis ion) 0 mi
diendo la intensidad de la radiac ion dis

persada hac ia un detector colocado en,
o cerca de, una fuente radiactiva (meto
dos de reflex ion), Los procedimientos
de tras mis ion se e mplean cuando la fuen
te y e l detector se pueden colocar en

caras opue stas del e leme nto de hormi

gon, 0 cuando pueden ser ubicados en

perforac ione s ad hoc. Los merodos de

dispersion se emplean cuando solo e s

accesible una cara , Se discutieron las
principales caracteristicas, ventajas y
Iirnirac ione s de. ambos procedimientos.

* *

OTROS CONGRESOS Y REUNIONES
INTERNACIONALES

UNDECIMAS JORNADAS DE INGENIERIA

ESTRUCTURAL.

Se rea Iizaran en San Pablo (Brasil) en

tre e l 20 y el 2'5 de junio proximo. La
confirmac ion de J'lS in scripc iones debe
tii hacerse desde las 10 hrs del dia 20
en la sede del Instituto de Ingenieria
(Palacio Maua , Viaducro de Paulina 80,
80 piso). Los trabajos pueden pre sentar

se basta una semana antes del comienzo
de las Jornadas, pero se ruega que los
re stime ne s se e ntre guen con mayor anti
c ipac ion, para poder distribuirlos impre-
50S antes de las Jornadas.

QUINTA REUNION MUNDIAL DE LA FEDE·

RACION INTERNACIONAL DE CA RRETER."S.
Te ndra lugar en Londres del 18 al 24 de
s epriernbre de 1966. Las ses iones se

han dividido en cuatro grupos , A, B, C, y
D. Las sesiones .'\ se dedicaran a inter
cambio de informacion sobre investiga
ciones en curso 0 terminadas, rec ome n

dac iones sobre prioridad de futuras in

vestigaciones, y aspectos relativos al

planeamiento y seguridad en carreteras ,

En las sesiones B se tratara de los pro
gresos en ruras trascontinentales 0 in
tercontinentales, entre las cua les se

cons idera el sistema panamericano de

8J

carreteras. En el grupo C se expondran
los principales proyectos mundiales. Las
sesiones D se dedicaran a las ponencias
tecnicas, d iscueiend ose los temas s i

guientes: Progresos en el proyecto, cons

truce ion y c onservac ion de caminos,
incluyendo puentes; es tud io de transito
e instrumental utilizado; equipo de con

trol de trans ito; estacionamiento, se gu
ridad y trabajo de las Federaciones de
Caminos.

Para mas informacion, dirigirse a The
Organising Secretary, Fifth World Meeting
of the International Road Federation, 11
Whitehall Court, London, S.W. 1, England.

* *

ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE
MICROSCOPIA ELECTRONICA DEL IDI EM

Entre el 28 de agosto y e l 4 se septiembre
de 1966 se reunira en Kyoto (Iapon) el
Sexto Congreso Internac ional de Micros

copia Electronica , El Laborarorio de Mi

croscopia Ele ctronica del IDIEM ha en

viado a e ste congreso dos trabajos : Uno
de ellos e s "Influence of ageing on etch

ing grain boundaries on pure aluminium"
por Carmen Barcelo, Pablo Kitrl y Gabriel
Rodriguez; en un resumen del articulo de
e stos autores que aparece en e 1 presente
rnimero de la Revista del IDIEM. El otro

trabajo es "Slip lines 'in cold rolled pure
aluminium" (Lineas de deslizamiento en

aluminio puro laminado) por Pablo Kittl,
Irena Dumler, Carmen Barcelo y Gabriel
Rodriguez.

Asimismo, e ste Laboratorio ha enviado
dos trabajos a I:;. 46a Reunion de la A.F.A
(Asociac icn Fisica Argentina), que ten

dra lugar en Buenos Aires en e l mes de

mayo del presente afio, Los trabajos son:

"Microscopia e lectronica, por el me todo
de replicas, de aluminio puro altamente
deformado por laminac icn"

por P. Kittl y
A. Venerandi, y "Lineas de de s Iizamien
to en aluminio puro deformado" por P.
Kittl, I. Dumler, C. Barcelo y G. Rodri

guez.




